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壹、 前言 

 

第零節  源起 

成大智慧半導體及永續製造學院（以下簡稱本學院）以促進

國家於半導體、資訊科技、循環經濟，以及智慧機械領域產學合

作及人才培育之創新，提升研發成果效益，培育高階科學技術人

才，強化產業競爭力為宗旨。 

為促進本學院運作之效率與效能，確認辦學績效之成果，本

學院編制年度經營規劃報告書（以下簡稱本報告書）係依據國家

重點領域產學合作及人才培育創新條例（以下簡稱創新條例）第

43 條第 1 項規定：「研究學院應擬訂年度經營規劃報告書，其內

容應包括績效目標、年度工作重點、財務規劃、風險評估、預期

效益及其他重要事項，並應報管理會審議，經監督會通過後，送

校務會議及教育部備查。」另依創新條例第 51條第 1項規定，本

報告書於完成程序後一個月內公告，並登載於本校網頁建置之本

學院公開專區。 

 

第一節 院務發展願景與方向 

本學院著重在高階研發人才培育及前瞻研究（結合產業界 

高階研究課題），加強培育業界所需要的高階人才專業知識，亦訓

練學生具獨立思考及解決問題能力。在教育部提出「國家重點領

域產學合作及人才培育創新條例」，本學院為全國首揭牌半導體

研究學院。本學院從元件、設計、製程、材料等半導體四大領域

規劃，並延伸出重點學程，對具有前瞻性的先進科學研究也未偏

廢，本學院藉由與非半導體廠商合作的優勢，設立智能與永續製

造學程。半導體聚焦的能源問題為多個產業關注的焦點，為了永

續製造與環境所需的碳中和，在做前瞻研究的同時，也必需要有

跨域整合的規劃。 

有鑑於此，本學院以人工智慧與大數據運算為培育平台,整

合半導體及永續製造產業供應體系之架構,開設「晶片設計學位
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學程」、「半導體製程學位學程」、「半導體封測學位學程」、「關鍵

材料學位學程」、「智能與永續製造學位學程」等五大專業領域之

學位學程，並結合本校各學術與研究單位，吸引更多優秀年輕學

子投入半導體及永續製造相關之科學領域，持續帶動國內半導體、

資訊科技、循環經濟等產業研發能量。 

本學院各學位學程涵蓋半導體產業上、中、下游區塊，除了

課程可彼此整合成為教學模組，師資領域更能夠相互結合以開發

前瞻研究主題，並採用「廣達人工智慧雲運算整合平臺」，提供機

器學習研究流程所需的軟體及硬體的完整工具。傳統自動化製造

技術藉由先進的資通技術，建構出智慧排程、智慧現場、智慧製

造之生產供應鏈，其特點包括改善品質管理、優化生產設備、提

升工業安全，以及建全供應規劃，將「製造自動化」提升為「製

造智慧化」，期許提升為國內半導體產業競爭優勢之一，促進重點

領域產業發展，強化產業競爭力。 

本學院目前與 17間頂尖企業合作及 10間大專院校結盟，共

同培育下世代高階科學技術人才，並加入循環經濟、永續製造、

再生能源及碳中和元素，致力打造大南方最先進的半導體及永續

發展交流平臺，串聯臺南市政府、高雄市政府、南科管理局、聯

盟企業及夥伴學校，形成產官學黃金三角，攜手共同打造全球最

有價值的半導體產業聚落。創新計劃預計執行至少 12年，以橋接

學校與產業的學用落差，引導基礎科學探索,驅動翻轉式創新,建

構一正循環的產學共創價值體制,提升臺灣在全球高等教育卓越

的競爭力,並且强化臺灣半導體、循環經濟與智慧機械產業的國

際領頭羊角色。 

 

第二節 報告書架構 

本報告書說明各項績效目標及年度工作重點，針對年度工作

重點分析相關風險評估及預期效益，並說明未來 3年可用資金分

析等重要財務規劃資訊。 
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貳、 績效目標 

 

教育部統計處的資料顯示，半導體相關科系的大學學士畢業生

人數比例，從 98年的 20.25%下降至 107年的 16.19%；博士學位畢

業生的人數比例，也從 98 年的 35.76%(1,325 人)縮減為 107 年的

26.26%(868 人)。除了學生人數比例逐漸下滑，臺灣教授的薪資與

國際市場相差太大，導致國內大學不易招聘優秀師資團隊，同時在

薪資缺乏競爭力的影響下，也間接造成人才外流的負面效應。 

根據國際半導體產業協會出版的《半導體產業與人才白皮書》，

臺灣半導體產業出現萬名人才缺口，而攸關尖端研發能力的碩博士

人才也是需求孔急。而為帶動大學治理模式創新，讓大學研發成果

帶領產業技術領先，並引導企業研發資源結合大學研發能量，使大

學培育的高階科學技術人才能引領研究創新、帶動國家重點領域產

業發展，教育部提出「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，

本學院以產學合作與人才培育之創新為發展推動目標，強調人才是

臺灣半導體最重要的戰略投資，期許打造成為亞洲半導體先進製程

中心，提升我國在全球產業鏈的關鍵地位。 

本學院將現階段訂定「產學共治提升前瞻技術之研發量能」、

「產學對話協力共育高階科技人才」、「打造大南方為全球最有價值

的半導體產業聚落」等 3面向的績效目標，相關核心工作策略擬定

如以下各節說明。 

 

第一節 產學共治提升前瞻技術之研發量能 

本學院目前與 17 家企業合作採共同出資方式進行合作研發

及人才培育，並發揮本學院教學及研究能量，進一步提升產業競

爭力。除共同培育人才外，並與企業成立共研中心、共同進行產

學研究計畫、發表高品質論文、研發成果技轉等。與合作企業共

同執行 70 件以上的產學研究計畫，預期研發成果對企業產值的

貢獻能大於企業出資金額。 
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第二節 產學對話協力共育高階科技人才 

本學院預計每年培育 80名碩士及 20名博士，每位教師發表

數篇高品質論文。除了人才養成外，同時透過計畫執行橋接學校

與產業長久以來無論是學生面的學用落差或是因設備差異造成

的技術斷層，建構一正循環的產學合作教育體制，並透過知識擴

散與技術移轉提升學校研究發展成果效益。在本學院所培育的人

才中，預計至少 80 % 選擇合作企業就業。 

 

第三節 打造大南方為全球最有價值的半導體產業聚落 

半導體產業南移，形成南部的科技廊道，從台南科學園區串

聯路竹科學園區、橋頭科學園區、仁武科學園區至亞灣 5G AIoT

園區，也串起上中下游產業鏈分工體系，吸引眾多重量級半導體

廠商前來，共同構築未來全球科技戰的優勢堡壘。本學院積極與

臺南高雄地區的上下游產業合作，培養優秀創新人才，將使上下

游產業鏈受益，讓大南方在半導體研發創新與生產上占有優勢地

位，成為全球最先進及最完善之半導體產業聚落。 
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參、 年度工作重點 

 

本學院將以「創新教育品質」、「特色卓越研究」、「產學研鏈結」、「開

拓國際合作」與「前瞻院務經營」等五項重點工作，呈現 112年度工作

規劃。  

 

第一節 創新教育品質 

一、 招生事務 

(一) 招生對象：以本國籍學生為主，並開放外國籍學生申請入

學(不含大陸地區學生)。 
(二) 招生方式：以甄試申請入學為主，並開放一般招生及境

外招生。 
(三) 招生名額：每學年預計招收碩士生八十名及博士生二十

名。境外學生(港澳僑生及外國籍學生)名額，依本校規

定期程各學年度名額申請作業程序辦理。 
(四) 年度秋季班招生期程：如下表所示。 

 

 

            事項 

招生方式 

公告招

生訊息 

辦理招生

報名 

甄試 

審查 

公告錄

取通知 

碩博士甄試招生 前一年

8-9月 
前一年 

10月 

前一年

11月 
前一年

12月 

碩士一般招生 前一年

11月 
前一年 

12月 

1-2月 3月 

博士一般招生 3月 4月 4~5月 5月 

碩博士境外招生 1月 1~3月 3月 5月 

碩博士境外招生-

春季班入學 
1月 7~9月 9月 11月 
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二、 班別設置 

(一) 晶片設計學位學程：以智慧物聯網(AIoT)/人工智慧晶片

設計、生醫/感測積體電路設計、新興記憶體電路與智慧

控制模組，以及先進射頻通訊晶片設計等主題為研究方

向。 
(二) 半導體製程學位學程：以前瞻技術節點開發、低功耗智慧

物聯網(AIoT)元件開發、化合物半導體，以及記憶體元件

等主題為研究方向。 
(三) 半導體封測學位學程：以封裝元件設計、封裝材料/製程、

封裝智慧製造，以及封裝永續循環經濟製造等主題為研

究方向。 
(四) 關鍵材料學位學程：以二維材料開發與應用、奈米/量子

材料、寬能隙半導體、光電半導體、能源材料等主題為研

究方向。 
(五) 智能與永續製造學位學程：以智慧製造與循環經濟、永續

創新鋼鐵技術、電動車與自駕車設計，以及智慧船艦機電

與航空器設計等主題為研究方向。 
 

三、 課程規劃 

(一) 規劃原則 
1. 晶片設計學位學程：結合現有電機與資工及 IC 設計

專業師資，以基礎前瞻技術及實務為主，與業界合作

共同培養新一代的 IC 設計人才，學程課程規劃會由

「業界出題，學界解題」的理念來進行，同時建構學

生與產業接軌，培訓出來的碩博士生能夠接近業界所

需要下一世代人才。 
2. 半導體製程學位學程：課程規劃以半導體元件與製造

相關專業知能為主，使學生具備分析、設計、整合及

研究創新之能力，以奠立賡續學術研究及投入業界工

作之基礎。在課程設計上，透過整合相關學院之專業

師資，對半導體製造相關之電子、電機、資訊、製造、

管理等課程提出創新及整合性的跨領域學程設計，同
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時結合大數據與人工智慧之基礎課程，培育產業需求

導向之專業人才。 
3. 半導體封測學位學程：整合理、工、電資學院領域相

關課程，並與產業界相互諮詢，製程實務相關部分課

程，將請業界支援業師授課，或增聘具產業實務經驗

與專長的師資。學生選修達到一定學分數，將提供學

程修課證明，可提供相關產業聘用參考。 
4. 關鍵材料學位學程：延聘物理與化學專業的國內外學

者，結合理學院數學、物理、化學、地科、光電、電

漿系所教授的專長，開啟新的思維，於關鍵材料課程

及研究中，介紹與開發新穎低維原子、分子材料及新

興化學品，期透過挑戰物理與化學極限的新材料，為

下世代前瞻半導體技術開啟新契機。此外，次奈米尺

度及微量有機與無機分析與檢測技術，不僅達到非破

壞性高解析結構與物性化性分析，並具半導體線上整

合之未來性，進而提供足夠的資訊有效的改良次奈米

尺度元件製程。這些相關檢測技術內容也將被涵蓋於

關鍵材料課程及研究中。 
5. 智能與永續製造學位學程：整合工學院機械學群、電

資學院、管理學院跨學群教授團隊，課程內容融合理

論知識與實務經驗，讓學生習得未來實際運用、操作

的知能，包括基礎研究能力及工程理論與先進技術發

展整合的培育。在課程內容架構上，基於智慧製造跨

領域的專業技術特性，結合推動課程分流計畫，將學

程分成五個主題，分別為：(1)智慧製造與循環經濟； 
(2)永續創新鋼鐵技術； (3)人工智慧應用課程； (4)智
慧船艦機電設計； (5)智慧航空器設計。 

(二) 課程特色 
1. 開設學院核心課程，每位學生不分學程皆需修習 AI

人工智慧及永續相關課程，與未來趨勢接軌並運用於

產業。 
2. 開發增設學院首創的全英語微學分 the Essentials of 

Semiconductor Engineering 半導體工程科技系列課

程，授課採線上非同步，預計由目前的 5 個學程 7 門
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0.5 學分課程，在各學程下能延伸課程主題的新增課

程，有利學生善用修課時間彈性的特性累積系列主題

課程的選讀。同時能提供國外合作學校學生以線上交

換生的身分與方式遠端修讀課程，擴展本學院專業課

程的國外觸及範疇。 
3. 因應 COVID-19 及地球村概念，學院將會陸續錄製數

位課程，防範未來各種狀況無法實體上課之師生，也

讓未來踏入半導體領域人員能夠進行先修課程，能夠

更快進入中高階半導體領域課程與研究。 
4. 依據合作企業各領域研發需求，規劃不同類別課程模

組，結合本校現有課程資源，教材內容完整充沛，提

供學生重點式學習方案。 
5. 安排業師開設實體課程或遠距教學，使學生掌握產業

前瞻技術及發展趨勢。 
6. 學生可依據所屬學位學程學分規定，跨學程修課，強

化跨領域學習廣度及多元化技能認知。 

7. 各學位學程依課程規劃，逐年調整全英語教學時程，

112 年預計全英語教學時程占總課程時數 10-20%。 
(三) 課程場域 

112 年度規劃於本校理學大樓建置大型多功能教室及討論

室與交流空間，增加學生彼此互動交流的機會。 
 

四、 學習成就評量 

(一) 學生課程學習測驗及報告評量，由授課教師規劃適合學

生的方式，包含隨堂測驗、口頭報告、期中(末)考、小

組報告等教學回饋機制。 
(二) 藉由學生填寫教學回饋問卷，以指標量化數據來分析學

生之自我學習成效評量，同時將此分析結果回饋予授課

教師，作為精進課程內容規劃之參考依據，據以精進教

學品質提升。 
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五、 學生事務及輔導（包括學生獎助學金） 

(一) 規劃結合本校學生事務處相關單位協辦事項如下： 
1. 心理健康與諮商輔導：具備國家專業證照心理師與社

工師，提供學生個別諮詢與舉辦心理健康講座(團體

諮詢)。規劃性別平等教育事項，並提供性別事件(性
騷擾、性侵害、性罷凌)相關案件申訴窗口。 

2. 生活輔導：協助辦理學生獎懲、請假、團體保障、學

雜費減免、兵役緩徵、役男出國、就學貸款，以及申

訴等事項。另結合軍訓室協助防治學生藥物濫用宣導。 
3. 住宿服務：協助提供學生校內(外)住宿租屋資訊、住

宿合約範本、校內寒暑假住宿等事項。另結合軍訓室

協助提供住宿租屋安全事項宣導。 
(二) 獎學金： 

1. 傑出研究成果獎學金：依據學生發表國際優質期刊、

國內外專題競賽獲獎、或是專利研發等，設置各類別

獎學金。 
2. 優秀學生逕行修讀博士班獎學金：為拔擢本校優秀學

士班應屆畢業生，設置逕行修讀博士班獎學金。 
3. 培育優秀博/碩士生獎學金：為深耕培育優秀研究人

才，獎勵具有研究潛力優秀學生就讀，本學院設置培

育優秀博/碩士生獎學金。。 
4. 企業捐贈獎學金：由合作企業設置受贈對象、名額(每

學期或每學年)、經費等相關辦法。 
 

(三) 助學金： 
1. 清寒家庭助學金：本學院擬於每學期規劃補助名額十

五名，提供清寒家庭(或家庭突遇變故)之學生於在學

期間之經濟扶助。 
2. 企業捐贈助學金：由合作企業設置受贈對象、名額(每

學期或每學年)、經費等相關辦法。 

六、 就業進路 

(一) 企業認知 
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1. 企業大師講座：邀請企業界領袖為學院學生演講，分

享人生經驗並介紹其企業環境及文化，同時安排學生

直接與企業主管對談，提供學生對企業的了解及規劃

學習目標參考。 
2. 企業實習：由合作企業提供實習名額給予企業認可符

合條件之碩、博士生，使學生及早接觸企業運作模式，

並同時累積實務操作經驗。 
3. 企業安排學生與部門主管面談機會，使學生瞭解企業

所需人才專業知能與特質，提供學生學習規劃參考。 
 

第二節 特色卓越研究 

本學院為擴充教學與研究資源，除在本校建立教學及研究空

間外，與高雄市政府合作提升人才培育，於高雄 85大樓設置教學

訓練場域，提供大南方 S廊帶上的企業員工及欲踏入職場的待業

者進行專屬課程培訓，為拓展學院與企業更密集的研究產學交流，

在本校台南科學園區台達大樓建置研究空間，另與駐本校國研院

臺灣半導體研究中心建立夥伴關係，提供學生資源豐厚的實習場

所。各學位學程之研究規劃如下: 

一、晶片設計學位學程以智慧物聯網/人工智慧晶片設計、生醫/

感測積體電路設計、記憶體電路/計憶體內運算、先進混訊/

射頻通訊/毫米波感測晶片設計等領域為主。 

二、半導體製程學位學程以前瞻技術節點開發、低功耗智慧物聯

網（AIoT）元件開發、次世代化合物半導體元件、記憶體元

件等領域為主。 

三、半導體封測學位學程以封裝元件設計、封裝材料/製程、封裝

智慧製造、封裝永續循環經濟製造等領域為主。 

四、關鍵材料學位學程以二維材料開發與應用、奈米/量子技術、

寬能隙半導體、光電半導體、能源材料等領域為主。 

五、智能與永續製造學位學程以智慧製造與循環經濟、永續創新

鋼鐵技術、電動車與自駕車設計、智慧船艦機電與航空器設

計等領域為主。 
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第三節 產學研鏈結 

一、 學術研究 

(一) 推動產學合作計畫，結合本學院研發能量，協助企業開發

前瞻技術與解決技術瓶頸。 
(二) 延攬全球一流學者專家，進行創新產業相關研究主題。 
(三) 開放企業跨國業師參與共同指導碩、博士論文，提升研究

主題之市場價值，同時強化學生企業實務操作經驗及培

育企業適用人才。 
(四) 成立共同研究中心，引入企業資源，強化本學院產學共治

運作機制，深入學習與創新，加速價值創造。 
(五) 藉由產學合作方式，企業與本學院教師共同開發前瞻技

術。 

二、 課程教學 

(一) 結合本學院及現有課程，提供有效學習資源。 
(二) 依據企業需求規劃課程模組，並由企業安排業師提供實

體或遠距教學，使學生能夠即時學習產業最新發展技術。 
(三) 依據企業類別規劃並導入跨領域微學分課程，提升學生

專業度與學習廣度。 
(四) 企業提供業師開設實體課程或線上課程，使學生即時掌

握產業發展趨勢。 

三、 企業認知 

(一) 定期辦理企業日活動，提供學生接觸與探索企業之機會。 
(二) 辦理產學講座，邀請企業優秀主管或從業人員，強化學

生對企業的認知並規劃學習目標。 
(三) 藉由本學院協助企業舉辦說明會、專案企劃活動，以及

企業實地參訪等，使學生瞭解企業文化及人才需求。 

四、 人才培育與招募 

(一) 由企業提供預聘、年資以及獎助金等福利措施，吸引優秀

人才投入企業。 
(二) 企業安排短期實習課程，使學生及早接觸企業運作模式，
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並同時累積實務操作經驗。 
(三) 開設學分班及職訓證照班，提供職前訓練及在職精進，藉

此培育更多半導體領域人才回饋產業需求。 
(四) 企業安排學生與部門主管面談機會，使學生瞭解企業所需

人才專業知能與特質，提供學生學習規劃參考。 
 

第四節 開拓國際合作 

一、 透過國際學術交流提昇國際研究競爭力 

本學院在國際化的工作上，以提昇國際研究競爭力及學生國

際觀為目標。國際學術交流為本學院發展重點之一，藉由多方面

之溝通平臺及接軌全球高等教育機構，與國際頂尖的普渡大學、

麻省理工學院、亞利桑那州立大學(ASU)等校合作研究，並逐年擴

大合作範圍。積累國際學術交流經驗，有效培育具國際競爭力的

高階人才，本學院將積極推動：  

(一) 教學、研究環境之國際化。各研究領域多方邀請國際學者線

上或實體短期研究，以演講、座談、研討會等形式提供各學

程學生多元豐富的國際研究互動。 

(二) 國際學位生招生首先以外交部半導體獎學金的優勢，以合作

國家(捷克、立陶宛、斯洛伐克、波蘭)之重要大學為招生目

標，招收中東歐國家學生攻讀半導體相關領域之碩博士學

位。 

(三) 各項國際化之獎勵辦法，包含發表頂尖國際研討會論文及舉

辦旗艦級國際會議等。 

(四) 實施英語授課課程。 

(五) 本學院將以半導體領域為主軸持續與國際頂尖大學合作(包
括 MIT、Stanford、IMEC 等)，及透過我國研究機構連結國外

之半導體領域之專業課程之開設，如與工研院連結立陶宛之

企業人士之在職進修所需課程，共同培育人才及進行高品質

學術研究，並藉此提升本學院的國際影響力。 
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(六) 規劃與國際學校半導體相關系所簽署合作意向書，研議舉辦

學生競賽與學術交流會，並安排教授與研究人員互訪，在此基

礎上投入半導體領域的學生交換、雙學位計畫以及產學合作。 

二、 提升學生的國際移動力與國際觀 

半導體產業已是國際上高度競爭的產業之一，產業所需人才

必須能走向國際，為因應此趨勢，本學院學生層面的國際合作規

劃為提升學生的國際移動力與國際觀，做法上包括： 

(一) 執行國際雙向碩博生的短期研習或交換，歐洲地區與合作

學校透過 Erasmus+選送歐洲學校學生，如布拉格化工大學、

馬薩里克大學，亦與美國的大學合作選送學生交換研究生

跨國訓練，如普渡大學。與日本國立研究開發法人物質材料

研究機構(NIMS)合作，選送博士學生赴日研究一年。參加

KAUST阿卜杜拉國王科技大學之研究學生計畫等。 

本院推選學生赴外研習或交換，經費支持將以北美校友會

獎學金(辰星獎學金)、國科會千里馬、聯盟企業專案獎學金

等方式，補助鼓勵以博士生為主的出國研習交換，提升國際

視野與研究見解。 

(二) 推展國際產學三方合作，與 ASU的校際交換生計畫預計聯

合 TSMC的人才培育需求，進行二地頂尖大學與產業共同

育才計畫。 

(三) 致力全英語授課品質。另將普渡大學 Purdue Engineering 

Online Course納入本學院可修課程，並提供修課費用補

助。 

(四) 透過與企業技術夥伴、企業駐外高階主管及執行長，制定產

業實習與教學結合的發展方向，讓企業及國際師資共同培

育本學院具國際競爭力之專業人才。 

(五) 依課程規劃逐年調整全英語教學時程。 
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第五節 前瞻院務經營 

一、 財務與主計 

(一) 財務管理與機制 

1. 本學院資金來源，包括行政院國家發展基金之撥款及

本學院學雜費收入、產學合作收入及受贈收入，依財務

收支管理相關規定有效管理及運用學院資金。 

2. 總研究成果收入之 20% 回饋給予本校，提供用於改善

師資、擴充設備以及其他校務發展支出。 

(二) 主計管理 

1. 配合院務發展計畫籌編預算。 

2. 強化主計職能，提供財務資訊以提升經費支用效益。 

3. 簡化行政流程，建立友善報支服務環境。 

 

二、 人事與行政 

(一) 人事管理 
1. 制訂本學院各類人員進用相關規定，以進用及留用優秀

人才。 
2. 落實進用身心障礙人員，以達足額進用目標。 
3. 鼓勵參與各項研習、訓練，以加強人員專業能力及發

展，提升行政服務品質、健全執行計畫管理。 
4. 落實人事業務設計、依性質（學術、行政、研究）分訂

不同考核規範，獎優汰劣以提升服務品質。 
5. 結合各項行政管理系統及資料庫等，以提昇管理效能。 

(二) 秘書行政 
1. 落實文書行政作業及辦理會議之作業程序標準。 
2. 於本校網頁建置本學院之資訊公開專區，推動院務資訊。 
3. 建立標準作業流程，維持服務措施處理一致性。 
4. 強化宣傳本學院亮點，提升形象與能見度。 
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肆、 風險評估 

 

第一節 創新教育品質 

一、 進行創新教學及提升研究量能，需持續性經費之浥注支持。 

二、 與產業界或公部門有密切合作或互動關係時，需透過更全面

的網絡進行串聯（教師社群），以有效提高教學及研究品質。 

 

第二節 特色卓越研究 

一、 隨著半導體製程線寬逐漸走向物理極限，面對新世代半導體

技術發展所面臨未知領域的挑戰，「人才」是現階段最關鍵的

因素，臺灣教授的薪資與國際市場相差太大，導致國內大學不

易招聘優秀師資團隊，同時在薪資缺乏競爭力的影響下，間接

造成人才外流的負面效應。 

二、 盤點本校產創中心，微奈米中心及相關系所設備資源，需編列

圖儀設備相關經費，以互補現有設施資源，發揮最大研究效

益。 

 

第三節 產學研鏈結 

一、 積極尋求半導體及相關企業合作擴展業師師資來源。 

二、 目前本學院已獲得 17間頂尖企業挹注資金合作，將持續尋求

相關企業合作，以維持經費永續性。 

 

第四節 開拓國際合作 

一、 全球人才競爭國際化，延攬優質人才及減少人才流失皆為各

國高等教育機構的重要課題。 

二、 隨 COVID-19疫情衝擊國際移動情況趨緩，期國際各國(學生)

對近期台海情勢的判斷，不致影響本校國際學位學生招生及

外籍學生來台就讀之意願，各項國際實體交流能盡速回復正

常運行。 
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第五節 前瞻院務經營 

一、 財務與主計 

(一) 適時提供各項財務資訊，積極管控學院經費執行情形。 

(二) 辦理出納會計事務查核，加強出納管理及降低財務風險。 

(三) 藉由主計室辦理之實體或線上會計業務說明課程，宣導

及提供經費支用與報支相關規定及範例，並適時提供經

費報支問題之解決方案，提升經費結報正確性。  

二、 人事與行政 

(一) 人事管理 

1. 可能因甄選偏誤進用不適任人員。 
2. 無法足額進用身心障礙人員。 
3. 各類人員考核可能因主管標準不同，或未落實平時考

核紀錄，難確實發揮獎優汰劣的功能。 
(二) 秘書行政 

1. 院務資訊公開是未來趨勢，院務資訊公開辦法應該有

相關配套措施，就一般資訊公開與個人資訊保護併予

兼顧取得平衡。 
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伍、 預期效益 

第一節 量化關鍵績效指標 

一、 創新教育品質 

(一) 培育 80名碩士、20名博士及數名境外生。 

(二) 本學院所培育的人才中，預計至少 80 %選擇合作企業就

業。 

(三) 與17家以上企業採共同出資方式進行合作研發及人才培

育 

二、 特色卓越研究 

(一) 延攬全球一流學者專家至少 3人，進行創新產業相關

研究主題，開拓提升研究之質量。 

(二) 每位教師發表 1篇以上高品質論文。 

(三) 國際合著論文比例每年正成長，展現深化國際合作之成

效。 

(四) 提供各類獎學金延攬優秀學生就讀，預估受益人數達

200人次以上。 

三、 產學研鏈結 

(一) 5 年內與企業成立 1 至 2 間共研中心、共同進行產學研

究計畫、發表高品質論文、研發成果技轉等合作。 

(二) 每年與合作企業產學合作達 70件以上。 

四、 開拓國際合作 

(一) 提升本學院國際學術地位及影響力。預計招收中東歐

學生約 12名就讀本學院學程。 

(二) 提升學生國際移動力。預計達成 3-5位博士生赴外研

究。 

(三) 提升教學研究環境國際化程度。邀請國際學者短期講

學來訪約 7名。 

五、 前瞻院務經營 

(一) 預、決算各表報依主管機關期程編送。  

(二) 年度決算控制於預算賸餘內。 
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(三) 合作企業每年提供之資金額度應不得低於行政院國家發

展基金撥款之額度。 

(四) 會議召開次數與時間依時程辦理。 

 

第二節 質化關鍵績效指標 

一、 創新教育品質 
(一) 提供各項獎助學金、研究計畫津貼及產學合作津貼等，讓

學生有完善的財務支援。 

(二) 引進企業及整合學術資源，協助學生瞭解自我特質及能

力，紮根學生就業競爭力。 

(三) 透過業界師資加入，進行課程開設及研究指導，培育更

貼切於企業所需之高階技術人才。 

(四) 軟硬體設備需求規劃，提供師生研究及合作計畫之設備

需求。 

二、 特色卓越研究 
(一) 將研究成果應用深化後，運用於合作產業，提升學術及合

作產業之競爭力。 

(二) 高品質學術論文積極產出並鼓勵國際合著，促進跨國學

術交流及國際合作。 

(三) 積極延攬國內外優秀年輕學者及業界高階研發主管，厚

植教師與研究人員能量，提升學術及研究產能。 

三、 產學研鏈結 
(一) 學校與企業共同規劃培育產業高階人才，縮短學用落差。 

(二) 推動培育優秀碩、博士生，發表學術期刊及協同合作企業

培訓高階研發人才。 

(三) 配合政府重點領域產學合作及人才培育創新策略，促使

產學合作及人才培育發展出創新策略之經營模式。 

(四) 融入產學合作計畫於研究生指導，提供研究生足夠研究

資源投入合作企業相關研究。 

(五) 提供學生預聘、年資、企業提供一流設備及業師共同指

導。 
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(六) 安排企業說明會、專案企劃活動及企業實地參訪等活動，

貼近學生與企業距離，縮短進入業界工作適應時間。 

四、 開拓國際合作 
(一) 鼓勵師生參與國際學術活動、競賽及國際合作研究計畫，

深化公共參與及增加國際體驗。 

(二) 與國外一流大學學者合作開創具潛力領域之研究方向。

進行國際產學合作計畫，並推動跨國研究合作吸引國內

外優秀人才及資金投入，帶動產業升級提升國際競爭力。 

五、 前瞻院務經營 
(一) 強化財務內控機制，建立興利防弊之服務模式。  

(二) 依循產學合作相關法規並嚴謹審查，協助計畫單位降低

違規（約）之風險。 

(三) 強化薪給福利措施，營造良善工作環境，以延攬及留用優

秀人才。 

(四) 制訂各類人員之相關管理或進用規定。 

(五) 定期辦理平時考核，獎懲案件即獎即懲。 

(六) 制訂各項規範並公告週知，確立作業流程。 

(七) 透過與政府機關及合作企業代表召開各項討論會議，決

議學院各項政策方向。 
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陸、 財務規劃 

本學院係依「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」

設立，辦理國家重點領域產學合作及人才培育事項，提升研究發

展成果效益，培育高階科學技術人才，強化產業競爭力，編製附

屬單位預算之分預算，主要財源係行政院國家發展基金補助款及

企業挹注資金。 

第一節 未來 3 年資金來源、用途及餘絀預估 

一、資金來源： 

(一) 其他補助收入：行政院國家發展基金依創新條例規定補助，

112 年度預算編列 1億 3,395 萬 3 千元，預估 113 及 114 年

度分別為 1億 3,000萬元、1億 2,900萬元。 

(二) 學雜費收入：112 年度預算編列 708 萬 6 千元，預估 113 及

114年度分別為 995萬 4千元、1,232萬 4千元。 

(三) 建教合作收入：包含企業挹注資金辦理產學合作收入及接受

國科會等政府機關科研補助收入等，112年度預算編列 8,849

萬元，預估 113 及 114 年度分別為 1 億 1,285 萬 5 千元、1

億 1,425萬元。 

(四) 受贈收入：接受企業捐贈辦理人才培育，112 年度預算編列

3,700 萬 3 千元，預估 113 及 114 年度分別為 1,535 萬元、

1,515萬元。 

二、資金用途： 

(一) 教學成本：包含教學研究及訓輔成本，主要係支應人事費用、

服務費用及材料用品等，112 年度預算編列 1 億 1,233 萬 6

千元，預估 113 及 114 年度分別為 1 億 1,300 萬元、1 億

1,400 萬元。建教合作成本，主要係執行計畫所需服務費用

及材料用品等，112 年度預算編列 8,849 萬元，預估 113 及

114年度分別為 1億 157萬元、1億 120萬元。 

(二) 學生獎助學金：預估逐年微幅成長，112年度預算編列 2,599

萬 3 千元，預估 113 及 114 年度分別為 2,600 萬元、2,650

萬元。 

(三) 管理總務費用： 112 年度預算編列 3,261 萬 8 千元，預估

113及 114年度採撙節原則分別為 2,000萬元、2,100萬元。 
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三、資本支出財源 

(一) 行政院國家發展基金依創新條例規定補助，112 年度預算編

列 1,985 萬 8 千元，預估 113 及 114 年度分別為 2,000 萬

元、2,100萬元。 

(二) 企業挹注資金，112 年度編列 2,739 萬 2 千元，預估 113 及

114年度分別為 2,779萬 5千元、2,460萬元。 

四、資本支出 

主要係租賃權益改良、購置教學儀器設備及購置行政設備等，

112 年度預算編列 4,725 萬元，預估 113 及 114 年度分別為

4,779萬 5千元、4,560萬元。 

表 1： 未來 3年資金來源、用途預估明細： 
單位：新臺幣千元 

項目 112 年 113 年 114 年 

一、資金來源 266,532 268,159 270,724 

國家發展基金補助經費 133,953 130,000 129,000 

 其他補助收入 133,953 130,000 129,000 

自籌經費 132,579 138,159 141,724 

 學雜費收入 7,086 9,954 12,324 

 建教合作收入 88,490 112,855 114,250 

 受贈收入 37,003 15,350 15,150 

二、資金用途 259,437 260,570 262,700 

教學成本 200,826 214,570 215,200 

  教學研究及訓輔成本 112,336 113,000 114,000 

  建教合作成本 88,490 101,570 101,200 

學生公費及獎助金 25,993 26,000 26,500 

管理總務費用 32,618 20,000 21,000 

三、賸餘(短絀) 7,095 7,589 8,024 

四、資本支出財源 47,250 47,795 45,600 

國家發展基金補助經費 19,858 20,000 21,000 

自籌經費 27,392 27,795 24,600 

五、資本支出 47,250 47,795 45,600 

租賃權益改良 6,000 0 0 

圖儀設備 41,250 47,795 45,600 

備註：112年度為預算案金額，113-114年度為預計金額 
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第二節 未來 3 年可用資金分析 

收入面主要係預估 112至 114年行政院國家發展基金補助維

持在 1.5億元，扣除編列在資本門，其他補助收入仍維持在 1億

2,900 萬元以上。自籌收入預估建教合作收入 112 至 114 年增加

2,576萬元，增幅約 29%；受贈收入 112至 114年減少 2,185萬 3

千元，減幅約 59%，主要係企業挹注資金多以產學合作方式辦理。 

支出面主要係預估教學研究及訓輔成本 112至 114年微幅成

長；另因建教合作收入增加，112 至 114 年建教合作成本相對增

加。 

預計未來 3年之帳面現金，將自 112年底之 2,497萬 9千元，

增至 114年底 3,278萬 7千元；可用資金自 112年底之 1,494萬

4千元，增至 114年底 3,278萬 7千元，未來 3年變化如表 2。 

表 2：未來 3年可用資金變化 

單位：新臺幣千元 

項目 112 年預計數 113 年預計數 114年預計數 

期初現金及定存（A） 17,884 24,979 28,683 

加：當期經常門現金收入情形（B） 259,836 252,920 250,780 

減：當期經常門現金支出情形（C） 252,741 249,216 246,676 

加：當期動產、不動產及其他資產現金收入情形（D） 47,250 47,795 45,600 

減：當期動產、不動產及其他資產現金支出情形（E） 47,250 47,795 45,600 

加：當期流動金融資產淨（增）減情形（F） - - - 

加：當期投資淨（增）減情形（G） - - - 

加：當期長期債務舉借（H） - - - 

減：當期長期債務償還（I） - - - 

加：其他影響當期現金調整增（減）數（±）（J） - - - 

期末現金及定存（K=A+B-C+D-E+F+G+H-I+J） 24,979 28,683 32,787 

加：期末短期可變現資產（L） - - - 

減：期末短期須償還負債（M） 10,035 5,035 0 

減：資本門補助計畫尚未執行數（N） - - - 

期末可用資金預測（O=K+L-M-N） 14,944 23,648 32,787 
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